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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de invención se refiere a unos 

perfeccionamientos introducidos en los grupos de componentes 

electrónicos que constituyen subconjuntos parciales de carác 

te r modular, empleados en asociación para definir combinada­

mente un montaje electrónico. Este último podrá consistir en 

un receptor de radio o televisión , un amplificador o repro­

ductor de audio-frecuencia o un circuito de tipo industrial 

para diversas aplicaciones.

Como es sabido, en la  actualidad se extiende la  

tendencia a constituir los montajes electrónicos de tipo com­

p lejo, constituidos por un gran número de componentes elemeg 

ta le s  asociados, de manera que los mismos se hallen agrupa­

dos en subconjuntos modulares, situado cada uno de éstos en 

una platina, realizada preferentemente a base de circuito ig  

preso y susceptible de ser cambiable por otra Idéntica. Las
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platinas en cuestión se fabrican en serie y son idénticas en 

tre si todas la s  correspondientes a una clase de subconjunto, 

de manera que e l montador puede realizar numerosas combinacio 

nes a base de acoplar debidamente la s diferentes partes cons- 

5. titu íd as por la s platinas en cuestión. Un montaje de este t i ­

po resulta muy sencillo de montar y también de revisar o re­

parar, ya que en este último caso basta con substituir la  pía  

tin a  averiada por otra análoga y en perfecto estado de f  uncí o 

namiento, para tener e l montaje en condiciones de seguir tr a -  

10. bajando.

En el mercado español existen algunas realizaciones 

de platinas con subconjuntos de componentes, en orden a su ao  ̂

plamiento para la  constitución de un circuito complejo, pero 

todas la s  versiones conocidas adolecen de defectos de estruc- 

15. tura y de funcionamiento, los cuales han sido completamente 

solucionados por la  aplicación de los perfeccionamientos que 

constituyen el objeto de la  presente Patente. Además, la  apli 

cación de éstos confiere nuevas ventajas a lo s montajes a que 

se aplican, según se describirá a continuación.

20. Para fa c il ita r  la  explicación, se acompaña a la  pr̂ e

sente memoria un dibujo, en e l que se ha representado, a t í ­

tulo de ejemplo ilu strativo  y no lim itativo, un caso de rea­

lización  de unos perfeccionamientos en lo s subconjuntos modu 

lares con circuito impreso para montajes electrónicos, según 

25. lo s principios de la s  reivindicaciones.

E l dibujo representa una v is ta  la te ra l, en alzado 

y seccionada longitudinalmente, de una platina modular que 

contiene un suboonjunto de componentes, adecuada para su in­

tegración en un montaje complejo.

30. Una gran parte de subconjuntos modulares del tipo

que se describe comporta uno o más tubos electrónicos o v á l-
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vulas termoiónicas, los cuales, como es sabido, constan de un 

cuerpo de c r is ta l, provisto inferíormente de unas p a tilla s  

metálicas de contacto que se introducirán, a efectos de co­

nexión y sustentación de la  válvula, en unos alojamientos 

5. previstos en un soporte circular, o p.ortaválvulas, que cons­

titu ye uno de los elementos del subconjunto. En la  figura se 

ha representado por el numeral - 1 -  el ouerpo del portatubos, 

el cual dispone de un marco superior -2 -, dotado de sendas 

expansiones - 3-  y - 4- ,  diametralmente opuestas y dotadas de 

10. o rificio s  por los que aquál elemento resulta acoplado, me­

diante to m illo s , al chasis metálico -5 -  del bastidor que 

sustenta el montaje completo a realizar.

Las tuercas conjugadas con los to m illo s  de suje­

ción podrán disponerse en la  cara inferior de la s  expansio- 

15. nes -3 - y -4 - o bien, por el contrario, hallarse sólidamente 

sujetas a e lla s  por su cara superior.

En su parte inferior, el cuerpo - 1 -  del portalámpe 

ras posee una pluralidad de p a tilla s  contactoras -6 -, consti 

tuídas por elementos metálicos alargados a modo de tenmina- 

20. le s , en cuyos extremos se soldarán los conductores que rela­

cionan a l soporte con el circuito. La parte central del cuer 

po - 1 -  posee una expansión tubular inferior - 7- ,  metálica y 

susceptible de formar en su extremo inferior un reborde -8 -  

por e l que el citado elemento resultará retenido mediante un 

25. cordón circular de soldadura.

Las p a tilla s  -6 - y el tubo - 7-  se unen, mecánica y 

eléctricamente, mediante soldaduras de estaño, a los elemen­

tos metálicos inferiores de la  cara portadora de la s conexio 

nes de una placa -9 - de m aterial,aislante, de rigidez adecug. 

30. da y forma rectangular, de dimensiones adecuadas para ser f^  

Gilmente manejable y situable en cualquier lugar del montaje.
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De esta manera, la  placa - 9-  resultará sustentada a través 

del portaválvulas - 1 -  y gracias a la  solidez de la s  uniones 

de soldadura realizadas en los extremos de la s  p a tilla s  cogt 

tactoras y el tubo central.

5. La parte superior del soporte, como se ha dicho,

se f ija r á  a l bastidor del montaje, de lo que resulta que la  

placa -9 - queda sustentada a través del portatubos al basti-¡ 

dor en cuestión. El soporte es de tipo convencional, sin ne­

cesitar la  agregación o supresión de elementos determinados 

10. en orden a su montaje y funcionamiento.

Obsérvese la  gran solidez obtenida por la  disposi­

ción formal descrita, ya que cualquier esfuerzo realizado por 

e l cuerpo del tubo electrónico o directamente sobre su sopor­

te sustentador, queda absorbido por éste o, en último térmi- 

15.' no, transmitido a la  placa -9 -, resultando compensado por la  

gran solidez de las soldaduras realizadas en la s  p a tilla s  -6 -  

y el tubo - 7- .

El sistema de unión citado es de gran solidez y cóg 

trasta con otras realizaciones comerciales de subconjuntos 

20. modulares, en los que, además de necesitarse un portaválvulas 

de tipo especial, su sujeción al cuerpo del circuito impreso 

tiene efecto exclusivamente por la s  p a tilla s  contactóras, que 

dando el tubo central sin sujetar y simplemente pasante a tr& 

vés de la  placa, con desaprovechamiento de la s posibilidades 

25.  resistentes que su u tilización  comporta; la s  mismas realizaoio  

nes efectúan la  sujeción del módulo a'base de elementos suje­

tadores de la  placa independientemente del cueipo del porta- 

válvulas, necesitándose para ello  to m illo s  de retención de 

vástagos sujetadores, elementos separadores, aisladores, e tc .,  

30.- todos los cuales quedan eliminados radicalmente en la  realizó  

ción que constituye la  aplicación de los perfeccionamientos
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H  ose

que ae describen.

Los componentes electrónicos que integran los  

subconjuntos, ta le s  como resistencias -10 -, condensadores 

- 1 1 - ,  semiconductores, inductancias y otros, quedan situa­

dos, ta l  como se ve en el dibujo, en el espacio comprendi­

do entre e l chasis metálico -5 -  del bastidor y la  placa -9 -  

del circuito impreso, resultando asi perfectamente protegi­

dos mecánicamente y aislados eléctrica  y magnéticamente, dg 

do que, tanto el chasis -5 -  como el conjunto de elementos 

impresos que constituyen e l circuito situado en la  cara in­

ferio r de la  placa -9 -, vienen a definir sendas pantallas 

de protección electromagnética, resultando un montaje que 

evita acoplamientos parásitos y otras inducciones indesea­

bles. En otros tipos de montajes, de realización comercial, 

los componentes citados quedan situados en su totalidad en 

la  cara inferior de la  placa -9 -, por lo que se hallan ex­

puestos a campos eléctricos y magnéticos que pueden pertur 

bar su funcionamiento.

La cara inferior de la  placa - 9-  comportará, se­

gún se ha dicho, las conexiones en forma impresa que aaegu 

ren el acoplamiento eléctrico entre los diversos componen­

te s. Una vez realizado el montaje de cada platina, se recu 

brirá la  cara inferior de la  misma con una oapa de un colo 

rante -12 -, aplicado preferentemente por serigrafía, sobre 

e l que se dibujará esquemáticamente e l circuito constitui­

do por el subconjunto de elementos, con el f in  de que, por 

un técnico, pueda reconocerse con facilid ad  la  naturaleza 

y características del circuito de que se trate, cuando in ­

terese efectuar la  reparación, revisión o substitución de 

la  platina interesada.

Para realizar la  conexión de los componentes de
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cada subconjunto y la  relación de una platina oon otra, los  

bordes de la  placa -9 - comportan p a tilla s  metálicas - 13-*! 

en prolongación de terminales - 14*- provistos de ojetes - 15-  

de fijaoiÓn, a lo s cuales se unen eléctricamente lo s extre- 

5. mos de la s conexiones de aquellos elementos eléctricos.

Es oportuno volver a señalar que, cualquier es­

fuerzo mecánico aplicado al soporte del tubo electrónico que 

forma parte del subconjunto modular, no repercute en la  es­

tructura del circuito impreso, ya que los eventuales esfuer- 

10 . . zos realizados, por ejemplo, a l colocar o separar un tubo

electrónico de su base, no repercuten en solidaridad con la  

lámina de circuito impreso, toda vez que e l cuerpo principal 

del portaválvulas queda sujeta mediante sus to m illo s  y tuer­

cas a l bastidor del montaje. De esta manera resulta totalmep. 

15 . . te  imposible cualquier deformaoión de la  plaoa del circuito.

Para la  sujeción de la  placa -9 -  de manera indepen­

diente a la  citada anteriormente, es decir, a través del porta 

válvu las, las zonas contiguas a lo s  vértices de aquella placa  

estarán provistos ventajosamente de o rificio s  a cuyo través, pg 

20. drán pasar to rn illo s o vástagos de fija ció n .

En los párrafos anteriores en que se habla de válvu­

la s  termoiónicas y su soporte, de sus sistemas de fija ció n  y  

acoplamiento, debe entenderse lo s mismos conceptos para la s  

aplicaciones actuales y futuras de semiconductores, de diver- 

25o sos tipos, montados independientemente o asociados, asi como 

componentes complejos constitutivos de circuitos de tipo inte­

grado, todos lo s  cuales pueden presentarse oomerciaDnente, a 

efectos de montaje y conexión, con unas p a tilla s  oontactoras 

acoplables a un soporte similar al que sustenta las válvulas 

30. . termoiónicas.

Todo cuanto no afeóte, altere, cambie o modifique 

l a  esencia de los perfeccionamientos desoritos, será variable
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a lo s  efectos de la  actual Patente. 

N O T A .
Se reivindica como objeto de esta Patente de in­

vención!

5. 1 . -  Perfeccionamientos en los subconjuntos modula­

res con circuito impreso para montajes electrónicos, caractg 

rizados porque e l soporte de tubo electrónico o elemento se­

miconductor que forma parte de los subconjuntos de componen­

te s  asociados con una placa rígida de material electroaislsg. 

10 . t e ,  portadora en una de sus caras del correspondiente oir cui 

to  impreso, se establece directamente mediante las expansio­

nas laterales y enfrentadas del soporte, al cual es de tipo  

convencional, sujetándose aquellas expansiones al bastidor 

laminar metálico que constituye la  sustentación general del 

15* montaje electrónico, mientras qué la s  p a tilla s  inferiores y  

periféricas de conexión eléctrica y e l elemento tubular me­

tá lic o  central de protección eléctrica  quedan firmemente su­

je to s a la  cara in ferior de la  platina y conectadas a su cig  

cuito impreso mediante elementos de soldadura de excelente 

20. conductividad eléctrica y resistencia mecánica.

2. -  Perfeccionamientos en los subconjuntos modular- 

res con circuito impreso para montajes electrónicos, según la  

reivindicación anterior, caracterizados porque los esfuerzos 

meoánicos realizados sobre el soporte del tubo electrónico o 

2 5. elemento semiconductor resultan completamente independientes 

del cuerpo de la  placa sustentadora del circuito impreso, y 

porque los componentes electrónicos que integran el subcon­

junto quedan situados preciáamente entre la  citada placa y e l 

bastidor metálico de sustentación del montaje.'

30. 3. -  Perfeccionamientos en lo s subconjuntcs modula­

res con circuito impreso para montajes electrónicos, según
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la s  reivindicaciones anteriores, caracterizados porque la  rg 

visió n , puesta a punto y reparación de cada platina portado­

ra de subconjunto de componentes se f a c i l i t a  mediante e l re­

cubrimiento de la  cara portadora del circuito impreso medias.

5. t e  una capa de sustancia de color uniforme, sobre la  que se . 

dibujan, por procedimientos serigráficos, los elementos for­

males que contribuirán a la  identificación de la  naturaleza 

y funcionamiento de la  platina y su subconjunto de elementos.

4 . -  Perfeccionamientos en los subconjuntos modula- 

10. res con circuito impreso para montajes electrónicos, según

la s  reivindicaciones anteriores, caracterizados porque la  co 

naxión eléctrica  de los elementos componentes de cada sub- 

conjunto se establece mediante unos remaches periféricos en 

lo s  que se conectan lo s terminales de aquellos* componentes y  

15 . que se prolongan en respectivas p a tilla s  delgadas de oonexiÓn 

la te r a l, situadas ventajosamente en dirección perpendicular 

a l  plano de la  platin a, facilitando e l acoplamiento de una 

pluralidad de éstas en la  constitución del montaje resultan- 

t  e , siendo susceptible cada una de la s  platinas de comportar, 

20. en orden a su sujeción, o rificio s  en zonas contiguas a sus

v é rtice s, con independencia de lo s  medios de fija ció n  propor­

cionados por el soporte del tubo electrónico o elemento semi­

conductor.

Sean cuales fueren la s  circunstancias que concurran 

25 . en la  esencialidad de l a  Patente de invención definida en la s  

anteriores reivindicaciones, cuyo objeto es: .

5 .  -  "PERFECCIONAMIENTOS EN LOS SUBCONJUNIOS MODULA­

RES CON CIRCUITO IMPRESO PARA MONTAJES ELECTRONICOS".

Consta la  presente memoria de nueve hojas foliadas, 

30.. mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos
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a la  misma. 1 4 DtC
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